
PI film

Taimide Taimide Taimide Test

TL -012 TL -025 TL -050 Condition

µm 12.5 25 50 - TMT test method

Mechanical Tensile Strength Kgf/mm2 29 29 26 20℃ ASTM D882

Elongation % 62 63 68 20℃ ASTM D882

Young's Modulus Kgf/mm2 430 385 380 20℃ ASTM D882

Electrical Dielectric BreakdownVoltage KV 3 5 7 60Hz, 20℃ ASTM D149

Dielectric Constant - 3.3 3.3 3.3 1MHz, 20℃ ASTM D150

Dissipation Factor - 0.010 0.012 0.011 1MHz, 20℃ ASTM D150

Volume Resistivity Ω•cm 1.7 x 1016 3.8 x 1016 2.7 x 1016 500V, 20℃ ASTM D257

Surface Resistance Ω 5.2 x 1016 3.8 x 1016 3.1 x 1016 500V, 20℃ ASTM D257

Thermal Coefficient of Thermal Expansion ppm/℃ 17 19 20 100~200℃ ASTM D696

Heat Shrinkage % -0.011 -0.020 -0.020 150℃, 0.5hr IPC TM 650

Physical Moisture Absorption % 1.3 1.5 1.6
20℃, 24hr
Immersion

ASTM D570

Properties Test Items Units Test Method

Thickness



PI Varnish



项目 分析規格 単位 測定値
外観 - - 棕黄色粉末
嵩密度 GB1033 kg/m3 1420

吸水率 ≤(25℃, 24Hrs) GB1034 % 2.5

引張强度 GB/T1040.1-2006 Mpa 80

伸び率 GB/T1040.1-2006 % 5

曲り强度 GB9341-2000 Mpa 80

Modulus GB/T9341-2000 Mpa 300

圧縮强度 GB/T1041-2008 Mpa 100

耐熱温度 - ℃ 360

PI－Powder



PI－Fiber

型番 断裂強度
(GPa)

初期
(GPa)

伸び率
(%)

線密度
(D)

熱分解
(5%/℃)

S10M 1.0±0.1 11±2 12±2 450,900,2500 ＞540℃

S10T 0.7±0.1 8±2 10±2 450,900,2500 ＞560℃
S30T 3.0±0.1 110±10 3.0±0.2 200,500,1000,1500 ＞590℃

S30 3.0±0.1 90±10 3.2±0.2 200,500,1000,1500 ＞560℃

S30M 3.0±0.1 110±10 3.0±0.2 200,500,1000,1500 ＞560℃

S35 3.5±0.1 120±10 3.1±0.2 200,500,1000,1500 ＞560℃

S35M 3.5±0.1 140±10 3.0 200,500,1000,1500 ＞560℃



Benzoxazine Resin

グレード JBZ-OP100N JBZ-OP100D 特記

標準タイプ 高溶解タイプ

物性 単位

硬化前 ℃

Ｐ

℃

％

％

硬化後 ℃

℃

ppm/℃

-

％

-

175

70±10 70±10 R&B法

5以下 5以下

210±10

6～7

60％以上

析出有り

DSC(N2)

210±10

6～7

60％以上

析出無し

175

150℃

DSCピーク

計算値

アセトン溶解性

10℃、24Hr

軟化点

ICI粘度

硬化温度

Ｎ含有量

溶解性

UL94

TGA(N2)

TMA(N2)

1GHz

24H immersing

-

400

50

3.2

≦0.5

V0

400

50

3.2

≦0.5

V0

ガラス転移温度(Tg)

加熱重量減少（5%）

熱膨張係数

Ｄｋ

吸湿性


